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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整
性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而
引致的任何損失承擔任何責任。

（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1911）

CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED
華 興 資 本 控 股 有 限 公 司

自願性公告

本公告乃由華興資本控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）自願性
發出。

本公司欣然公佈，本公司旗下控股附屬公司華興證券有限公司（「華興證券」）作為獨家
財務顧問，成功協助國內AI領域高階IC封裝基板領軍供應商芯愛科技（南京）有限公司（「芯
愛科技」）完成A2輪融資。

本輪融資投資方包括多家產業戰略投資方、江蘇省市兩級國資平台及知名財務投資機構，
並獲部分現有股東追加投資。

封裝基板行業素以認證週期長、技術門檻高、量產驗證嚴格著稱，頭部供應鏈准入壁壘
森立。芯愛科技憑藉前沿的技術開發和卓越的規模交付能力，實現行業內具有突破性
的客戶導入速度。根據芯愛科技，其產品已相繼取得多家國內主流半導體封測龍頭企
業以及全球領先大型封測集團的供應商資格認證，並順利推進至規模量產階段。此外，
芯愛科技的基板方案亦已逐步導入多家知名國際集成電路設計企業及一線終端品牌供
應鏈。

此次委聘華興證券作為獨家財務顧問，彰顯出本集團在AI領域高階IC封裝基板賽道財務
顧問服務方面的專業能力，以及在產業鏈上下游的深厚客戶積累，並反映出本集團持
續賦能創新企業，協助客戶實現其戰略及財務目標的專業能力且深得信任。本集團很
榮幸協助芯愛科技完成本輪融資，並堅定相信其能夠把握AI算力與先進封裝的發展機遇，
加快成長為具有全球競爭力的高端封裝基板領軍企業。
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承董事會命
華興資本控股有限公司

許彥清
董事會主席兼執行董事

香港，2026年10月19日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事許彥清女士；執行董事王力行先生及杜永波先生；非執行
董事林寧先生；及獨立非執行董事陳嘉麗女士、肇越先生、梁暉先生及FU Frank Kan先生。


